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内容概要

　　本书涵盖了低成本倒装芯片从基本原理到发展前沿的整个范围。
内容包括引线键合和焊料凸点两类芯片级互连技术、无铅焊料的物理和力学性质、高密度印刷电路板
（PCB）和基板的微孔逐次增层（SBU）技术、使用常规和非流动以及不完全下填充焊料凸点的板上
倒装芯片技术（FCOB）、使用微孔和焊盘通孔（VIP）芯片级封装（CSP）的基板焊料凸点倒装芯片
的应用、面朝下PBGA封装技术、PBGA封装中的焊料凸点倒装芯片的失效分析等。
本书还提供了丰富的具有参考价值的图表。
　　本书对低成本倒装芯片技术的研发人员、相关技术人员有重要价值，也可作为相关专业本科生、
研究生的教学参考。
　　　　这本书共分成16个部分。
第1章简要地讨论了IC封装技术的发展趋势和进展。
第2章描述了两类最普通的芯片级互连，称为引线键合和焊料凸点，讨论了多于12种的晶片凸点制作方
法。
第3章介绍了无铅焊料的物理和力学性质，同时给出了100多种以膏、棒和丝形式的无铅焊料合金。
第4章讨论了高密度印刷电路板（PCB）和基板，并重点讨论了具有微型通孔逐次增层（SBU）制备技
术，也提供了一些设计高速电路的有用图表。
第5章描述了具有例如各向异性导电胶（ACA）和各向异性导电膜等无焊料、无助焊剂材料的印刷电
路板上倒装芯片（FCOB），重点在于ACA和ACF FCOB装配的设计、材料、工艺和可靠性。
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